Embedded Software Engineering Kongress

Checkliste: Beitragsgestaltung fiir Kongressband

Termine:

29.05.11: Kurzfassung/Abstract (Deadline verlangert !)
15.07.11: Benachrichtigung tber die Annahme

14.10.11: Endgiltige Version - Prosatext fur Kongressunterlagen ( NUR Vortrage, keine keynote, kein Seminar)

15.11.11: Rohfassung — Prasentation (Vortrage, Keynote, Seminar)

Vorgabe

Ok?

TEXT:

Word-Dokument (*.doc) oder Rich Text Format (*.rtf)

FlieRtext, 1-spaltig, unstrukturiert/unformatiert, einfacher Zeilenabstand.
Keine Ful3noten, Kopf-/FuRzeilen, Seitennummerierungen, Logos.
Bitte vermeiden Sie Absatznummerierungen, Einrickungen und sonstige Formatierungen!

Text nicht formatieren / strukturieren !

In den Text einbauen

Times New Roman, 12 Punkt

A4

Text gesamt ca. 10.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, Uberschriften, Bildunterschriften,
Autorenprofil, etc.)

350 — 450 Zeichen inkl. Leerzeichen (Zusammenfassung des Beitrages)

Deutsch (Ubersetzungsanfragen bitte an s.pagler@microconsult.com)

Fachbeitrag !! Keine Werbung, kein Marketing.

Beschreibung der Problemstellung, Losung, Prinzipien, Zusammenhange, Beispiele, Nutzen,
Aufwand, Randbedingungen, Ergebnisse, Vor- und Nachteile, offene Fragen, Empfehlungen,
Ausblick, etc.

Name, Firma, Funktion, Kurzprofil (max. 400 Zeichen), sowie Bild

Max. 10 Quellen (Hinweis: Weblinks sind hier nitzlicher als Literaturhinweise)

BILDER, GRAFIKEN:

Bitte in den Text einbauen

mindestens 12 Pt., Times New Roman

Maximal 1MB pro Bild

Ohne dunklen Hintergrund

Dauer des Vortrags: maximal 40 Minuten inklusive Fragerunde/Diskussion.

Ihr Ansprechpartner:

Martina Hafner, ELEKTRONIKPRAXIS
Tel. +49 (0) 931 418-3082

E-Mail: martina.hafner@vogel.de
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